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温度変化に強いはんだ材料

Solder Materials that are Resistant to Temperature Changes

特　長

熱疲労に強い、はんだ合金とフラックスのソルダペーストです
Solder Paste with Flux and Solder Alloy at Hi-Resistant for Thermal Fatigue

 M794は、新しい技術の積み重ねで、耐熱疲労特性を向上
用途や要求に応じた耐熱疲労性合金をラインナップ

従来品 C3T

析出強化技術 
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Sn-Ag-Cu-Bi-NiSn-Ag-Cu

将来の新技術

結晶粒粗大化抑制技術 

接合界面反応制御技術 

固溶強化技術 

Revolutionary Products

M731M705 M758 M794

● 新しい技術を積み重ね、進化を続ける高耐熱疲労合金
　・フロー用に最適なM731
　・SMT用の汎用高耐熱疲労性合金M758
　・熱疲労による劣化が少ない、新しい合金M794

● 過酷な環境でも、結露起因のイオンマイグレーションを防止
　・耐熱疲労試験でもフラックス残渣が割れない ソルダペーストC3T

イオンマイグレーション

C3T残渣割れ防止 ソルダペースト

50サイクル後 3０００サイクル後

-40℃／ +125℃　30min 保持

● 残渣が割れないフラックスで、更に耐イオンマイグレーション性を強化

Y

はんだ付け後 残渣割れの発生 水分浸透
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